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1. Gleich- und Gegentaktstörung

Heutiges Thema

Reference



4

DUT

LISN

DC-Last

Spektralanalysator

Entkopplung

Trenn-Transformator

AC
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DUT

LISN

DC-Load

CM/DM 
Splitter

Spectrum analyser

DecouplingCM
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2 Filterentwurf mit der HF-Tapete
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HF-Tapete
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Impedanz

Frequenz
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Elektrolyth Kondensator

[WELCA1] Würth-Electronic -> https://www.we-online.com/katalog/en/datasheet/865080243007.pdf

[WELCA1] 

L
C

R
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[WELIND] Würth-Electronic -> https://www.we-online.com/components/products/datasheet/7447050.pdf

[WELIND] 

[WELIND] 

140 uH

? pF

? Ω 

240 mΩ

Spule

L

C

R
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filtern

Schaltfrequenz
55 kHz

0,2 Ω

50 Ω

20 ⋅ log10

50

0,2
≈ 48 𝑑𝐵
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filtern

EMV-Messbereich
ab 150 kHz

0,2 Ω

150 Ω

20 ⋅ log10

150

0,2
≈ 58 𝑑𝐵
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filtern

0,2 Ω

2,2 kΩ

20 ⋅ log10

2200

0,2
≈ 81 𝑑𝐵

Maximale Dämpfung
3 MHz
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Kosten senken durch Bauteilauswahl?

10 dB Reserve 

filtern
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3. Snubber-Design

120 MHz 290 MHz
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Cdiode

Lpar

290 MHz

8 Ω

Csnubber
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1 mΩ
8 Ω
1 kΩ



21

Kein Snubber

Ein Snubber

Zwei Snubber



𝛿 =
1

π𝑓𝜅𝜇

Kupfer:
𝛿≈1mm @ 5 kHz
𝛿≈0,1mm @ 0,5 MHz
𝛿≈0,01mm @ 50 MHz

Skin-Tiefe:

4. Gehäuseschirmung Niederfrequent elektrisch
→ Faraday'scher Käfig

Hochfrequent elektrisch
→ Geschlossene leitfähige Schirmung

Ixz

Hext
Hlenz

Hlenz

Hext

H

E

S

ර ඵ ර ඵ

Iyz

xy
z

𝐽(𝑥) = 𝐽(0) ∙ e
−

𝑥
𝛿

𝐽 𝑥 = −
d𝐻(𝑥)

d𝑥

Niederfrequent magnetisch
→ mit Mumetal umschießen, um Feldlinien umzuleiten

Hochfrequent magnetisch
→ Geschlossene leitfähige Schirmung

Stromdichte:

ISchlitz

22
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Days

Oberflächenwiderstand/Ω

Kompression
(WE-LT)

30 %

40 %

50 %

[WELTRIL] Trilogie der Induktiven Bauelemente; Dr. Brander, Gerfer, Rall, Zenkner; Wprth Elektronik; 4. Auflage  

[WELTRIL] 

Kombinationen von Materialien (WE-LT)

+ Aluminium

+ Eisen, Gold

++ Silber

- Stahl galvanisiert

++ Zinn

-- Magnesiumlegierung

++ Kupfer
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Lüftung
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Schlitzlänge

Ω
→

m

𝜆 =
𝑐

𝑓

𝜆/𝑚 ≈
300

𝑓/𝑀𝐻𝑧

15mm

1 GHz

5 𝑛𝐹
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Tag 1:
EMV auf Geräteebene

Tag 2:
EMV auf Leiterplattenebene

Tag 3:
EMV-Entwicklung

EMV/HF Workshop in Regensburg 5.-8.11.2024 (Anmeldung beendet)
Für nächstes Jahr bereits anfragen und Frühbucherrabatt sichern. 

Tag 4:
Hochfrequenztechnik
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